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Super Speed�スイッチ��の
��� USB Type-C コント
ロー ラー

FUSB301

�	

FUSB301 は、�����のタイプ�C コントローラーで、�
15 W 
�のアプリケーション�に���されています。��
FUSB301は、SOURCE モード、SINK�モード、DRP、アクセ
サリー��サポート、デッドバッテリーサポートのための�CC
ロジック��を��します。��FUSB301は、プロセッサへの
�り�みなしに、 !の�USB�SuperSpeed�スイッチを"#する
 !スイッチピン�(SS_SW)�を%&します。また�FUSB301は、
'()*のディセーブルモードと-./01の()*を23
としています。'4�、�10リード�TMLP�パッケージで��さ
れます。


�

•(����� Type−C�コントローラー

•(Type−C�バージョン�1.1�および�1.0�に67

•(VDD�/089、3.0�V ~ 5.5�V

•((ディセーブル)*：ICC�=�2��A (�;)

•((スタンバイ)*：ICC�=�7��A (�;)

•(DRP�モード、オプションのアクセサリーサポート<

•(Try.SNK�と�Try.SRC�のサポート=>

•(SuperSpeed�スイッチ"#

•(デッドバッテリーサポート�()*が?@されていない1は�
SINK�モードサポート)

•(2�kV�HBM�ESD�AB

•(C�パッケージ、10�リード�TMLP�(1.6�mm�x�1.2�mm�x�0.375�mm)
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アプリケーション
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• ポータブルアプリケーション
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���� 

��� トップマーク ������ パッケージ ��†

FUSB340TMX NU −40 to 85°C 10リード・'4�IJリードレスパッケージ

1.6 mm × 1.2 mm × 0.375 mm
テープ・リール

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging
Specifications Brochure, BRD8011/D.

ブロック 
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ピン)*

!"+, �- ./ �	

USB Type-C コネクターインターフェース

6, 7 CC1, CC2 I/O Type−C��チャンネル

8 VBUS 	
 ��
��の VBUS 	
ピン

4 GND グランド グランド

01インターフェース

5 VDD �� 	
��

2,インターフェース

1 SDA 	
 I2C マスター��� I2C シリアルクロック !

2 SCL オープンドレーン I/O I2C マスター��� I2C シリアルデータ !

3 ID オープンドレイン�
 ��されたデバイスが SOURCE あるいは SINK
のどちらであるかを
�します。ID ピンはプロセッサ(の USB 2.0
	
とのインターフェースに�いることが*+です。

9 SS_SW CMOS �
 プロセッサの,り-みなしで./の SuperSpeed スイッチコントロ
ール。

10 INT_N オープンドレイン�
 アクティブローオープンドレイン�
（,り-み!:プロセッサに
I2C レジスタビットを7ませるために8�します.

デッドバッテリー

FUSB301�に)Kを?@せずに�SOURCE�デバイス
にLMされると、SOURCE�はLMケーブルNOで
CC�ラインをプルアップします。FUSB301�はそれに
P7し、�SOURCE�がLMを��して�VBUS�をオン
にできる89まで、CC�)QをRきSげます。

0134、567およびリセット、#り8み9�

)KをTめて?@すると、FUSB301�は�ての�り
�みをマスクしたUVで、SINK�モードにてW/し
ます。ローカルプロセッサは�FUSB301�をXYのモ
ードにZ[し、グローバル�り�みマスクビット、I
NT_MASK�をクリアする]^があります。INT_N�ピ
ンはアクティブローのオープンドレーン�*です。�
このピンは�FUSB301�に�り�みが_`しており、
6aする]^があることをホストプロセッサに-c
します。INT_N�ピンは)Kdeあるいはデバイスリ
セットf、デフォルトでハイインピーダンスにされ
ます。グローバル�り�みマスク�("#レジスタh
の�INT_MASK) はセットされます。INT_MASK�がロ
ーカルプロセッサによりクリアされたf、INT_N�ピ
ンはijの�り�みにkえてハイインピーダンスの

ステートをAちます。�り�みイベントが_`する
と、INT_N��はローにm/され、プロセッサが�り�
みレジスタをリードして�り�みをクリアすると、
nびハイインピーダンスUVにoります。Tpの)
Kdeあるいはリセットのf、システムに)Kがr
に?@されたUVでプロセッサがグローバル�り�
みマスクビットに「1」をライトすると、INT_N�ピ
ンはハイインピーダンスUVにsまり、グローバル
�り�みマスクビットがクリアされるまで�ての�
り�みをtuします。グローバル�り�みマスクビ
ットがセットされたUVで、-.は�り�みをWこ
すイベントが_`すると、グローバル�り�みマス
クがクリアされたvwに�INT_N �はローになりま
す。

SuperSpeed スイッチコントロール

SuperSpeed�USB�スイッチ�(USB3.1�Gen�1)�が]^な
アプリケーションのxy、SS_SW�ピンはプロセッサ
に�り�みをせずに、�/zにその�USB�スイッチ
({：�FUSB340TMX) をコントロールします。

� 1. SUPERSPEED スイッチの:;<=

CC1 CC2 ORIENT1 ORIENT0 SS_SW

9�� 9�� 0 0 ロー

CC に�� 0 1 ロー

CC に�� 1 0 ハイ

9�� 9�� 1 1 ロー
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� 2. ID ピン:;<=

TYPEレジスタ（h12、ビット 4） �	 ID

SINK = b0 SINK 9
� ハイインピーダンス!(デフォルト)

SINK = b1 SINK 
�< ロー

@ABCDE

F, パラメーター BG BC HI

VDD VDD!からの=>�? −0.5 6.0 V

VBUS VBUS ���? −0.5 28 V

VCC_HDDRP SOURCE、SINK、あるいは!DRP!として��された@Aの!CC!ピン −0.5 6.0 V

TSTORAGE BCDEFG −65 +150 °C

TJ HI�ADE − +150 °C

TL リードDE（はんだJけ、10!K） − +260 °C

ESD IEC!61000-4-2!システム!ESD コネクタピン!
(VBUS,!CC1!&!CC2)

NO 15 − kV

�P 8 −

HBM、JEDEC!JESD22-A114 コネクタピン!(VBUS,!CC1,!CC2) 4 −

そのQ 2 −

CDM、JEDEC!LESD22-C101 Rてのピン 1 −

Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality
should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.
(STU) 
HI�VをWえるストレスは、デバイスにダメージをYえるZ[\があります。これらの�V]をWえた@Aは、デバイスの^+\を_
ない、ダメージが`じ、 a\にbcをdぼすZ[\があります。

JK��LM

F, パラメーター BG NO BC HI

VBUS VBUS ���? 3.7 5.0 21 V

VDD ���? 2.8
(Note 1)

3.3 5.5 V

TA efDE −40 − +85 °C

1. この]は^+efのみであり、ghの�NijRてにおけるklをmすものではありません。Rての�Nn\はHo !3 !V
のef�?をpqとします。

DC およびPQ
R
nにrsのないlり：TA および TJ uvDEFG。nにrsのないlり、Rてのwx]は TA = 25°C および VDD = 3.3!V
における]です。

F, パラメーター

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

HIBG NO BC

Type-C4STのパラメーター

I80_CCX Source!80��A!CC!�y（デフォルト）!
HOST_CUR1!=!0,! HOST_CUR0!=!1

64 80 96 �A

I180_CCX Source!180��A!CC!�y!(1.5!A)!
HOST_CUR1!=!1,!HOST_CUR0!=!0

166 180 194 �A

I330_CCX Source!330��A!CC!�y!!(3!A)!
HOST_CUR1!=!1,!HOST_CUR0!=!1

304 330 356 �A

VSNKDB Rプルアップの SOURCE
z{|}におけるデッドバッテリー~の 
SINK プルダウン�?

− − 2.18 V
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DC およびPQ
R
nにrsのないlり：TA および TJ uvDEFG。nにrsのないlり、Rてのwx]は TA = 25°C および VDD = 3.3!V
における]です。

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

F, HIBCNOBGパラメーター

RDEVICE VDD がefFG~の�のデバイスプルダウン�� 4.6 5.1 5.6 k�

zOPEN ディセーブルステートの CC �� 126 − − k�

vRa−SRCdef VBUS���のデフォルト�yの SOURCE � CC
ピンにおける Ra 
�しきい]

0.15 0.20 0.25 V

vRa−SRC1.5A VBUS���の 1.5 A �yの SOURCE � CC ピンにおける
Ra 
�しきい]

0.35 0.40 0.45 V

vRa−SRC3A VBUS���の 3 A �yの SOURCE � CC ピンにおける
Ra 
�しきい]

0.75 0.80 0.85 V

vRd−SRCdef デフォルト�yの SOURCE � Rd 
�しきい]
(HOST_CUR1/0 = 01)

1.50 1.60 1.65 V

vRd−SRC1.5A 1.5 A �yの SOURCE � Rd 
�しきい]
(HOST_CUR1/0 = 10)

1.50 1.60 1.65 V

vRd−SRC3A 3 A �yの SOURCE � Rd 
�しきい]
(HOST_CUR1/0 = 11)

2.45 2.60 2.75 V

vRa−SNK SINKにおける Ra 
�しきい] 0.15 0.20 0.25 V

vRd−def SINK におけるデフォルト�yの Rd 
�しきい] 0.61 0.66 0.70 V

vRd−1.5A SINK における 1.5 A �yの Rd 
�しきい] 1.16 1.23 1.31 V

vRd−3.0A SINK における3 A �yの Rd
�しきい] 2.04 2.11 2.18 V

vVBUSthr I_VBUSOK ,り-みがトリガーされる VBUS しきい] 3.7 − − V

0UVW

F, パラメーター VDD (V) LM

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

HIBG NO BC

Idisable ディセーブル�の�y 3.0 ~ 5.5 ディセーブル�� − 0.35 2.0 �A

Istby SINK 9�� 3.0 ~ 5.5 �もアタッチされていません − 3.5 7.0 �A

Unattached Sink (9��・
SINK) + Acc、SOURCE +
Acc、または DRP

�も��されず、~/でトグ
ルされています

− 5 20 �A

Iattach ����y
(ホスト�y�く)

3.0 ~ 5.5 SINK として�� − 5 15 �A

SOURCE として�� − 10 15 �A

タイミングパラメーター  

F, パラメーター

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

HIBG NO BC

tCCDebounce CC のデバウンス�� (SOURCE またはアクセサリ) 100 150 200 ms

CC のデバウンス�� (SINK) 63 75 87 ms

tPDDebounce CC �り.し
�のデバウンス�� 10 15 20 ms

tAccDetect AudioAccessory (オーディオアクセサリ) または 
DebugAccessory (デバッグアクセサリ)
が��されたことを
�する�のデバウンス��

50 100 200 ms
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タイミングパラメーター  (continued)

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

F, HIBCNOBGパラメーター

tErrorRecovery ERROR_REC ビット��あるいはモード��によって ErrorRecovery
(エラー��) ステートに�られた�、そこに�まる��

25 50 100 ms

tVBUSondeb SINK として^+している�の VBUS ! 
�デバウンス�� 0.167 0.200 0.375 ms

tVBUSoffdeb SINK としての^+が��された�の VBUS !
�デバウンス�� 10 15 20 ms

tDRPToggle1 DRP efに Unattached.Source
(9��・SOURCE) ステートへ��する�に
Unattached.Sink (9��・ SINK)
に�まる��

DRPROGGLE = 00 35 − 70 ms

DRPROGGLE = 01 30 − 60

DRPROGGLE = 10 25 − 50

DRPROGGLE = 11 20 − 40

tDRPToggle2 DRP efに Unattached.Sink
(9��・SINK) ステートへ��する�に 
Unattached.Source (9��・ SOURCE)
に�まる��

DRPROGGLE = 00 15 − 30 ms

DRPROGGLE = 01 20 − 40

DRPROGGLE = 10 25 − 50

DRPROGGLE = 11 30 − 60

IO XY

F, パラメーター VDD (V) LM

TA = −40 to +85�C
TJ = −40 to +125�C

HIBG NO BC

ホストインターフェースピン (ID)

VOLID ロー�
�? 3.0 ~ 5.5 IOL = 4 mA − − 0.4 V

ホストインターフェースピン (SS_SW)

VOHSW ハイ�
�? 3.0 ~ 5.5 IOH = −2 mA 0.7VDD − − V

VOLSW ロー�
�? 3.0 ~ 5.5 IOL = 4 mA − − 0.4 V

ホストインターフェースピン (INT_N)

VOLINTN ロー�
�? 3.0 ~ 5.5 IOL = 4 mA − − 0.4 V

I2C インターフェース!" – Z[モード SDA、SCL

VILI2C ローレベル	
�? 3.0 ~ 5.5 − − 0.4 V

VIHI2C ハイレベル	
�? 3.0 ~ 5.5 1.2 − − V

VHYS シュミットトリガー	
のヒステ
リシス

3.0 ~ 5.5 0.2 − − V

II2C SDA および!SCLピンの	
�y 3.0 ~ 5.5 	
�? 
0.26 V to 2 V

−10 − 10 �A

ICCTI2C SDA または!SCL が!HIGH の@Aの
VDD �y

3.0 ~ 5.5 	
�? 
1.8 V

−10 − 10 �A

VOLSDA 3 mA SINK �y
(オープンドレーン)
におけるローレベル�
�?

3.0 ~ 5.5 0 − 0.3 V

CI � I/O ピンの�  3.0 ~ 5.5 − 10 pF



FUSB301

7

Z[モード I2C のXY（\]  4)  

F, パラメーター

Z[モード

HIBG BC

fSCL I2C_SCL クロック¡¢£ 0 400 kHz

tHD;STA ホールド��（¤り¥し）¦§|} 0.6 − �s

tLOW ロー¨�、I2C_SCL クロック 1.3 − �s

tHIGH ハイ¨�、I2C_SCL クロック 0.6 − �s

tSU;STA ¤り¥し¦§|}のセットアップ�� 0.6 − �s

tHD;DAT データホールド�� 0 0.9 �s

tSU;DAT データセットアップ�� (Note 2) 100 − ns

tr I2C_SDA および I2C_SCL  !の©ち(がり��
(Note 3)

20*(VDD/5.5V) 250 ns

tf I2C_SDA および I2C_SCL  !の©ちkがり��
(Note 3)

20*(VDD/5.5V) 250 ns

tSU;STO ª«|}のセットアップ�� 0.6 − �s

tBUF ª«|}と¦§|}�の BUS フリー�� 1.3 − �s

tSP 	
フィルターが¬«するpqのあるスパイクのパルス® 0 50 ns

2. ¯°モード!I2Cバスデバイスは±²モード!I2Cバスシステムにて�いることは*+ですが、tSU;DAT ≥!250 ns のq³ijを´たすpq
があります。これは、デバイスが I2C_SCL  !のロー¨�をµ¶しない@A、·e¸に¹�されます。そうしたデバイスが I2C_SCL
のロー¨�をµ¶する@A、I2C_SDA ラインがリリースされる 1250 ns（tr_max + tSU;DAT = 1000 + 250 = 1250 ns、±²モード I2C
バスijにºづく）�に、»のデータビットを I2C_SCL ラインに�
するpqがあります。

3. Cb は¼½バスラインのA¾� を!Pf でmします。¯°デバイスと¿Aされる@A、I2CijにÀい、より¯°な©kり��が*+と
なります。

� 4. I2C4バス%のフルスピードモードデバイスのタイミングD^

I2C インターフェース

FUSB301�はI2C�スレーブコントローラをh|しま
す。I2C�スレーブは�I2C�}~、バージョン�6�の^�

に�yします。このブロックは��モード�けにZ
�されています。I2C�ライト／リードシーケンスの
{はそれぞれ、��5�と��6�にて�されています。

� 5. I2C4ライト�

NOTE: Single Byte read is initiated by Master with P immediately following first data byte.
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� 6. I2C4リード�

NOTE: If Register is not specified Master will begin read from current register. In this case only sequence showing in Red bracket
is needed.

Register address to Read specified Single or multi byte read executed from current register location (Single Byte read
is initiated by Master with NA immediately following first data byte)

I2C アドレス

� 3. FUSB301 I2C スレーブアドレス

�-

サイズ

(ビット) ビット 7 ビット 6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0

Slave Address 8 0 1 0 0 1 0 1 R/W

レジスタD^

� 4. レジスタマップ

アドレス レジスタ� ./

RST

Val

ビット

7

ビット

6 ビット 5 ビット 4 ビット 3 ビット 2 ビット 1 ビット 0

0×01 デバイス ID RO 12 バージョン ID [3:0] Â� ID [3:0]

0×02 モード R/W 04 DRP+ACC DRP Sink+ACC Sink Source+ACC Source

0×03 ÃÄ R/W 03 DRPTOGGLE HOST_CUR1 HOST_CUR0 INT_MASK

0×04 マニュアル W/C 00 UNATT_SNK UNATT_SRC DISABLED ERROR_REC

0×05 リセット W/C 00 SW_RES

0×06−0×0F ÆÇ<み X xx 8�しないでください

0×10 マスク R/W 00 M_ACC_CH M_BC_LVL M_DETACH M_ATTACH

0×11 ステータス RO 00 ORIENT1 ORIENT0 VBUSOK BC_LVL1 BC_LVL0 ATTACH

0×12 ÈÉ RO 00 Sink Source DEBUGACC AUDIOACC

0×13 ,り-み R/C 00 I_ACC_CH I_BC_LVL I_DETACH I_ATTACH

0×14−0×1F ÆÇ<み X xx 8�しないでください

4. ÊËのレジスタを8�しないでください
5. 9�Ìのレジスタからリードされた]はÍÎです。9�Ìのレジスタへライトしないでください。

� 5. デバイス ID
アドレス：01h
リセット]：0x0001_0010
ÈÉ：リードオンリー

ビット+, �- サイズ (ビット) �	

7:4 バージョン ID 4 Trim などのÏÐにºづくデバイスのバージョン
A_[Version ID]: 0001

3:0 Â� ID 4 �バージョンのÂÑÒÓ
[Revision ID]_revC: 0010
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� 6. モード

アドレス：02h
リセット]：0x0000_0100
ÈÉ：リード／ライト

ビット+, # �- サイズ (ビット) �	

7:6 Reserved 2 8�しないでください

5 DRP+ACC 1 1：デバイスをアクセサリサポートJきの DRP として��する

4 DRP 1 1：デバイスをアクセサリサポートÍしの DRP として��する

3 Sink+ACC 1 1：デバイスをアクセサリーサポートJきの SINK として��する

2 Sink 1 1：デバイスをアクセサリーサポート`しの SINK としてaDする

1 Source+ACC 1 1：デバイスをアクセサリーサポートJきの SOURCE として��する

0 Source 1 1：デバイスをアクセサリーサポートÍしの SOURCE として��する

� 7. ��

アドレス：03h
リセット]：0xXX00_X011
ÈÉ：リード／ライト

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:6 ÆÇ<み 2 8�しないでください

5:4 DRPTOGGLE 2 Unattached.Sink (9��・SINK)ステートと Unattached.SOURCE
(9��・SOURCE）ステートの�でÖなるタイミングを×Øします。
00：Unattached.Sink (bcd・SINK) をBe 35 ms、
Unattached.SOURCE (bcd・SOURCE) をBe 15 ms
01：Unattached.Sink (9��・SINK) をHo 30 ms、
Unattached.SOURCE (9��・SOURCE) をHo 20 ms
10：Unattached.Sink (9��・SINK) をHo 25 ms、
Unattached.SOURCE (9��・SOURCE) をHo 25 ms
11：Unattached.Sink (9��・SINK) をHo 20 ms、
Unattached.SOURCE (9��・SOURCE) をHo 30 ms

3 ÆÇ<み 1 8�しないでください

2:1 HOST_CUR
[1:0]

2 1：デバイスが SOURCE
としてÙÚされた�にプルアップ�yをÃÄします
00：�yなし
01：80 �A – デフォルト USB モード
10：180 �A – 1.5 A �yモード
11：330 �A – 3 A �yモード

0 INT_MASK 1 1：fての#り8みをマスクするグローバル#り8みマスク
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� 8. マニュアルL (Note 6)
アドレス：04h
リセット]：0xXXXX_0000
ÈÉ：ライト／クリア

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:4 ÆÇ<み 4 8�しないでください

3 UNATT_SNK 1 1：Type-C ijに�Ìされているwり、デバイスを Unattached.Sink
(9��・SINK) ステートにします

2 UNATT_SRC 1 1：Type-C ijに�Ìされているwり、デバイスを
Unattached.Source (9��・SOURCE) ステートにします

1 DISABLED
(Note 7)

1 1：Type-C
ijに�Ìされているwり、デバイスをディセーブルステートにします

0 ERROR_REC 1 1：Type- C ijに�Ìされているwり、デバイスを ErrorRecovery
(エラー��) ステートにします

6. Û£のビットがÜ�に「b1」にセットされる@A、ÝÞßàが¹�されます。á½ÝÞは!DISABLED、áâÝÞは
ERROR_REC、áãÝÞは!UNATT_ SOURCEHäは!UNATT_SINK です。ÝÞEのHも¯いビットの]が×Øされ、åりRてのビッ
トは·e¸にクリアされます。

7. DISABLED ビットはæeでクリアするpqがあります。

� 9. リセット

アドレス：05h
リセット]：0xXXXX_XXX0
ÈÉ：ライト／クリア

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:6 ÆÇ<み 7 8�しないでください

0 SW_RES 1 1：システムおよび I2C レジスタをリセットします。

� 10. マスク  
アドレス：10h
リセット]：0xXXXX_0000
ÈÉ：リード／ライト

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:4 ÆÇ<み 4 8�しないでください

3 M_ACC_CH 1 1：Accessory Present (アクセサリ
�<) から Attached Accessory
(アタッチされたアクセサリ) への��をマスクします

2 M_BC_LVL 1 1：I_BC_LVL ,り-みビットの��をマスクします

1 M_DETACH 1 1：I_DETACH ,り-みビットの��をマスクします

0 M_ATTACH 1 1：I_ATTACH ,り-みビットの��をマスクします
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� 11. ステータス

アドレス：11h
リセット]：0xXX00_0000
ÈÉ：リード

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:6 ÆÇ<み 2 8�しないでください

5:4 ORIENT[1:0] 2 どの CCx ピンへ CC
ケーブルが��されているかのステータスをmします
11：
�Oにèéがê`しました
10：ケーブル CC は CC2 ピンをwじて��されています
01：ケーブル CC は CC1 ピンをwじて��されています
00：Í��または9ëìの��が
�されました

3 VBUSOK 1 1：VBUS がíÎなFGにîまっていることをmすステータスビットです

2:1 BC_LVL[1:0] 2 CC ライン(のïðのアドバタイズメントを
�するしきい]
00：Ra または9アタッチの SINK
01：SINK デフォルト�yのアドバタイズメントの Rd しきい]
10：SINK 1.5 A �yのアドバタイズメントの Rd しきい]
11：SINK 3 A �yのアドバタイズメントの Rd しきい]

0 ATTACH 1 1：Type（ÈÉ）レジスタにmされるデバイスまたはアクセサリにアタッ
チされています

� 12. ./

アドレス：12h
リセット]：0xXXX0_0X00
ÈÉ：リード

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:5 ÆÇ<み 3 8�しないでください

4 Sink 1 1：SINK が
�されたことをmします

3 Source 1 1：SOURCE が
�されたことをmします

2 ÆÇ<み 1 8�しないでください

1 DEBUGACC 1 1：デバッグアクセサリが
�されたことをmします

0 AUDIOACC 1 1：オーディオアクセサリが
�されたことをmします

� 13. INTERRUPT0  
アドレス：13h
リセット]：0xXXXX_X000
ÈÉ：ライト／クリア

ビット+, �-

サイズ

(ビット) �	

7:4 ÆÇ<み 4 8�しないでください

3 I_ACC_CH 1 1：Accessory Present (アクセサリ
�) から Audio Accessory
(オーディオアクセサリ) あるいは Debug Accessory
(デバッグアクセサリ) へ�òした�に、,り-みフラグが©てられます

2 I_BC_LVL 1 1：BC_LVL
にてアドバタイズされた�yレベルに�òが`じた�に、,り-みフラ
グが©てられます

1 I_DETACH 1 1：デバイスまたはアクセサリがデタッチされた�に、,り-みフラグが
©てられます

0 I_ATTACH 1 1：ÈÉレジスタにてó�されたÈÉのデバイスまたはアクセサリがアタ
ッチされた�に、,り-みフラグが©てられます
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